
 

新型合成晶体有望解决电路散热难题
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发表在最新一期美国《科学》杂志上的研究显示，一种相对廉价的合成晶体有望用于电路冷却，
突破电子设备小型化面临的散热难题。

论文通讯作者之一、美国得克萨斯大学达拉斯校区物理学副教授吕兵说，散热对使用计算机芯片
和晶体管的电子产业非常重要，而小型、高性能的电子产品不能采用导电金属进行散热，风扇又
占据太大空间，因此需要一种廉价、可散热的半导体材料。

在天然物质中，金刚石的热导率最高，但天然金刚石成本过高，人造金刚石存在结构缺陷，都难
以大规模应用。研究人员发现，人造半导体材料砷化硼具有很高的导热率，散热能力比铜等常用
散热材料高2到3倍，仅次于金刚石。

吕兵团队与美国休斯敦大学研究人员采用一种化学气相输运的晶体生长方法，将硼和砷放在一端
热、一端冷的晶体生长炉中，两种材料从热的一端移动到冷的一端时会形成热导率高的砷化硼晶
体。

导热是依靠材料中的电子、原子、分子或晶格热运动来传递热量。在金属中，导热主要依靠电子
的运动。但在晶体中，热传导是靠组成晶体晶格的原子的振动来完成，这种振动在物理学上被称
为声子。研究人员说，砷化硼晶体散热的原因就是晶体振动会产生一份一份的声子，声子带走了
热，而硼原子和砷原子差别巨大，这让声子更易于脱离晶体。

吕兵说，砷本身有毒，但化合物砷化硼稳定、无毒，且其半导体性质与硅相容，有望广泛应用于
微电子领域。(来源：新华社 周舟)

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/
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